
·Ê 350Ê -Ê 500Ê W/mK  thermalÊ conductivity
·Ê 6Ê -Ê 10Ê ppm/K  thermalÊ expansion
·Ê RaÊ <Ê 3µm  highÊ surfaceÊ quality

highÊ performanceÊ cooling

aÊp roductÊb y

heatÊ sinksÊ &Ê
heatÊ spreadersÊ for:

laserÊd iodes

HB-LEDs

solidÊst ateÊl asers

powerÊe lectronics

RFÊa ndÊmi crowave

microelectronics
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RHP-TechnologyÊ GmbHÊ &Ê Co.Ê KG
Forschungszentrum,Ê CA
2444Ê Seibersdorf,Ê Austria

info@rhp-technology.com
+43Ê 2255Ê 20600
www.rhp-technology.comw
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AdvancedÊTh ermal
ManagementÊMa terials

aÊp roductÊ by

DiaCOOLÊ MetalÊ DiamondÊ CompositesÊ combineÊ excellentÊ

thermal conductivity with a Coefficient of Thermal Expansi-

on (CTE) tailored to packaging materials and semiconductors. 

Polishing (Ra<3μm) and cutting (water-jet, laser, wire-cut EDM) 

is possible. These easy to integrate materials offer advanced 

thermalÊ managementÊ opportunitiesÊ forÊ applicationsÊ suchÊ as:

DiaCOOL materials are of interest for applications as heat sinks, 

heatÊ spreaders,Ê heatÊ slugsÊ orÊ baseÊ platesÊ toÊ provideÊ aÊ reliableÊ andÊ

sufficient cooling.

ÊÊ IntegratedÊh eatÊs preaderÊ andÊs ubmountÊf orÊlas erÊd iodes

ÊÊ AdvancesÊf orÊs olidÊs tateÊlas ers

ÊÊ Heat Sink or Heat Spreaders in CPUs

ÊÊ BaseÊp latesÊin Êh ighÊp owerÊelect ronicsÊ

  (e.g. IGBT base plates)

ÊÊ Heat Spreaders for LED and HB-LEDs

ÊÊ Heat Sink for RF and microwave packages

ÊÊ Heat Sink for microelectronic packages

ÊÊ Thermal management of high thermally loaded 

ÊÊelect ronicÊcomp onents

DiaCOOLÊ platesÊ suchÊ asÊ aluminium-diamond,Ê copper-diamondÊ

orÊ silver-diamondÊ canÊ beÊ producedÊ inÊ variousÊ sizeÊ betweenÊ

10mm x 10mm to 150mm x 150mm with thickness typically Ê

rangingÊ fromÊ 2Ê mmÊ toÊ 20Ê mm.Ê DueÊ toÊ theÊ useÊ ofÊ theÊ sandwichÊÊ

technologyÊ DiaCOOLÊ isÊ ableÊ toÊ provideÊ platesÊ withÊ aÊ highÊ surfaceÊ

quality.Ê

ByÊ usingÊ hotÊ pressingÊ technologyÊ toÊ prepareÊ thisÊ typeÊ ofÊ materials,Ê itÊ

isÊ possibleÊ toÊ realizeÊ sandwichÊ structuresÊ orÊ evenÊ partsÊ withÊ aÊ certainÊ

complexity.Ê DueÊ toÊ theÊ useÊ ofÊ theÊ sandwichÊ technologyÊDiaCOOLÊma-

terials are characterized by a high surface quality. Examples for ap-

plicationsÊ ofÊ thisÊ typeÊ ofÊ materialsÊ areÊ givenÊ inÊ severalÊ areasÊ ofÊ micro-,ÊÊ

power-Ê orÊ optoelectronicÊ devicesÊ suchÊ as:Ê HeatÊ spreadersÊ orÊ lidsÊ

for CPUs in high performance computing or server applications; Ê

Cooling plates for LED or laser diodes; Base plates for high power Ê

modules (e.g. IGBT)

DiaCOOLÊ offersÊ Metal-DiamondÊ compositesÊ withÊ propertiesÊ tailoredÊ

inÊ aÊ certainÊ range.Ê Aluminium-Diamond,Ê Copper-DiamondÊ andÊ

Silver-DiamondÊ MetalÊMat rixÊComp osites.

Geometries,Ê MaterialsÊ andÊ
Applications

w
w

w
.r

hp
-t

ec
hn

ol
og

y.
co

m

photocredit: h.steiner/derfisch.at


